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BAYERISCHE VERBUNDFORSCHUNG

ZUR ELEKTROMOBILITAT
FORELMO prasentiert sich auf der CoFAT 2014

Der Bayerische Forschungsverbund fir Elektromobilitdt (FORELMO) prasentierte seine Aktivitaten auf der
dritten Conference on Future Automotive Technology (CoFAT), die am 17. und 18. Marz 2014 auf dem
Campus der TU Miinchen in Garching stattfand. FORELMO bearbeitet unter dem Motto , Der elektrische
Antriebsstrang von morgen - effizient, sicher, wirtschaftlich” ausgewahlte Fragestellungen zu den
Schwerpunkten Elektromotoren, Batteriesysteme und leistungselektronische Schlisselkomponenten. Ko-
ordinator ist das Fraunhofer IISB (Bild: IISB / TU M{inchen - FTM). Bitte lesen Sie weiter auf Seite 2.
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BAYERISCHER FORSCHUNGS-
VERBUND FORELMO

Bei der Einfiihrung der Elektromobilitit ergeben
sich fir die bayerische Wirtschaft umfangreiche
Chancen und Herausforderungen. Finf For-
schungseinrichtungen und acht Industriepartner
arbeiten deshalb im Bayerischen Forschungsver-
bund fiir Elektromobilitit FORELMO an innovati-
ven Losungen rund um den elektrischen Antriebs-
strang. Im Mittelpunkt stehen dabei Sicherheit,
Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Die Aktivitdten
der Verbund-Mitglieder konzentrieren sich auf drei
Themenbereiche: Elektromotoren, Batteriesysteme
und leistungselektronische Schliisselkomponenten.

Im Themenkomplex Elektromotoren befasst sich
FORELMO speziell mit dem Maschinentyp der fremder-
regten Synchronmaschine (FSM), die als Antriebskon-
zept im Bereich der Elektromobilitat bisher wenig Ver-
wendung findet. Die FSM zeichnet sich aber durch sehr
gute Leistungswerte aus und ermoglicht den Verzicht
auf teure Magnetrohstoffe. Durch die Integration einer
induktiven und damit kontakt- bzw. schleifringlosen
Energielibertragung auf den Rotor des Motors wird das
Konzept der FSM im Rahmen von FORELMO zu einer
zuverlassigen Antriebsldsung weiterentwickelt. Zugleich
werden die bekannten Sicherheitsprobleme permanent-
erregter Synchronmaschinen umgangen.

Ein weiterer Hauptaspekt der Arbeiten in FORELMO sind
Batteriesysteme fiir Elektrofahrzeuge. Hier bieten
vor allem die Optimierung der Batteriepacks und des
Batteriemanagements ein groBes Potential flr Verbesse-
rungen. Untersuchungen zu Eigenschaften, Anordnung,
GroBe und Verschaltung der Batteriezellen, neue Me-
thoden zur Zustandsbestimmung und Modullberwa-
chung sowie eine engere VerknUpfung mit Leistungs-
elektronik ermdglichen eine Steigerung des Wirkungs-
grads bei gleichzeitig erhohter Sicherheit. Durch Materi-
aloptimierungen fir Elektroden und neuartige Befll-
prozesse werden im Verbund zudem die Zelltechnolo-
gien verbessert und auf die Anforderungen der Elekt-
romobilitat abgestimmt.

In einem elektrischen Antriebsstrang Ubernehmen
leistungselektronische Systeme die Verknipfung von
Motor und Energiespeicher. Fir die verlustarme und
bedarfsgerechte Bereitstellung bzw. Verarbeitung der
elektrischen Energie sind hocheffiziente und zuverlassi-
ge Leistungswandler und Umrichter die wesentlichen
Komponenten. In FORELMO werden daflr Kondensa-
tormaterialien verbessert, die leistungsfahigere und
kleinere Zwischenkreiskondensatoren bei erhohter Zu-
verlassigkeit und Energiedichte ermoglichen — eine we-
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sentliche Voraussetzung fir kompaktere Antriebsum-
richter. Gerade in der Automobiltechnik spielt die Ver-
ringerung des Bauraums und Gewichts durch verstarkte
Systemintegration eine wesentliche Rolle.

Innovation und Vernetzung

Neben der wissenschaftlichen Innovation férdert der
Forschungsverbund die AuBendarstellung der bayeri-
schen Kompetenzen auf dem Gebiet der Elektromobili-
tat. Die Akteure aus Industrie und Forschung werden
intensiver vernetzt und qualifizierte Nachwuchskrafte
durch eine themenspezifische Ausbildung besser auf
ihren spateren Einsatz in der Wirtschaft vorbereitet.

FORELMO wird vom Fraunhofer lISB koordiniert. Weite-
re Forschungspartner sind die Lehrstihle far Fahrzeug-
technik sowie fir Elektrische Energiespeichertechnik der
TU Mudnchen, die Technische Hochschule Nirnberg und
das Technologiezentrum Energie der Hochschule Lands-
hut. Der Kreis der Industriepartner besteht aus der Cla-
riant Produkte Deutschland GmbH, der EPCOS AG, der
FMS Systemtechnik GmbH, der IAV GmbH, der Infineon
Technologies AG, der LION Smart GmbH, der Modelon
GmbH und der TUV SUD Battery Testing GmbH. Der
Cluster Leistungselektronik steht dem Verbund beratend
zur Seite.

Das Verbundprojekt hat ein Gesamtvolumen von rund
3,4 Mio. Euro bei einer Laufzeit von drei Jahren.
FORELMO wird von der Bayerischen Forschungsstiftung
mit rund 1,7 Mio. Euro gefordert.

www.forelmo.de

FORELMO: Forschungskooperation im Verbund (Bild:
Technologiezentrum Energie, HAW Landshut).
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SIMULATIONEN FUR DSA-
NANOSTRUKTURIERUNG

Kosteneffiziente Verfahren zur Miniaturisierung
von Strukturen in der Halbleitertechnologie sind
entscheidend fiir die Entwicklung von immer leis-
tungsfiahigeren Computern, Mobilgerdten und
zahlreichen anderen Elektronikkomponenten fiir
Industrie- oder Endnutzer-Anwendungen. Im eu-
ropdischen Projekt CoLiSA.MMP forscht ein Kon-
sortium unter Koordination des IISB daher an der
Entwicklung und Anwendung von fortschrittlichen
Simulationsverfahren fiir die Integration von Li-
thographieprozessen mit der sogenannten Direc-
ted Self-Assembly (DSA) von Block-Copolymeren
(BCP).

Die Erweiterung der optischen Lithographie hin zu im-
mer kleineren Strukturen ist mit einer drastischen Kos-
tensteigerung verbunden. Die sogenannte Extreme Ult-
raviolet (EUV)-Lithographie, die mit Wellenlangen von
beispielsweise 13,5 nm arbeitet, verspricht zwar eine
deutliche Reduktion der auflésbaren Strukturdimensio-
nen, ist aber mit einer Reihe von noch nicht befriedi-
gend gelbsten technologischen Herausforderungen
verbunden. DSA bietet sich hier als interessante Alterna-
tive fur die weitere Skalierung an. Zudem ist DSA im
Vergleich zu den optischen Verfahren kosteneffizient,
da es sich um ein Verfahren handelt, bei dem sich die
Strukturen aufgrund von speziellen Eigenschaften der
eingesetzten Materialien ausbilden. DSA erlaubt die
Herstellung von Strukturen mit Abmessungen von
10 nm und darunter.

e-beam or dry 193nm

litho guiding pattern BCP self-assembly  BCP pattern transfer

Beispiel fir die Verkleinerung und Regularisierung von
Lochstrukturen: Schematischer Ablauf (oben), experi-
mentelle Ergebnisse (unten) (Bild: R. Tiron, Leti).

Zur Untersuchung und Optimierung der DSA-Prozesse
leistet der Einsatz von Simulationen wertvolle Unterstit-
zung. Im Rahmen des Projekts entwickeln die Forscher
daher neue Materialmodelle und integrieren diese in ein
Lithographie-Simulations-Programmsystem. Die entwi-
ckelten Simulationsprogramme erlauben dann eine
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Optimierung sowohl der Lithographieprozesse fir die
Herstellung der sogenannten Guiding Patterns (siehe
Bild) als auch der eigentlichen DSA-Prozesse.

Partner des von der Europdischen Kommission im ICT-
Programm geforderten Projekts sind neben dem IISB als
Koordinator die Firma Arkema (Frankreich), das Micro-
electronics Insititute of Barcelona (Spanien), die Universi-
tat von Bordeaux (Frankreich), das Forschungsinstitut
CEA Leti (Frankreich), die National Technical University
of Athens (Griechenland) sowie die Georg-August-
Universitat Gottingen.

www.colisa.eu

AUFTAKT DES PROJEKTS MSP -
MULTI SENSOR PLATFORM

Forschung und Innovation sind die entscheidenden
Faktoren fiir eine erfolgreiche Behauptung Euro-
pas im globalen Wettbewerb. Im Projekt MSP for-
schen 17 Partner aus 6 europaischen Nationen an
der Entwicklung einer Produktionstechnologie fiir
eine flexible Integration von Nanosensoren und
nanotechnologischen Bauelementen auf CMOS-
Chips. Der Forderanteil der EU in dem auf 3 Jahre
angelegten Projekt belauft sich auf 12,6 Mio. Euro.

Die Integration der Sensoren und Bauelemente erlaubt
den Einsatz bei einer Vielzahl von praktischen Anwen-
dungen. Ziel ist es, extrem kleine Sensoren zu entwi-
ckeln und in Computerchips zu integrieren. Damit kénn-
te dann beispielsweise ein Smartphone Freiluftsportler
vor zu hohen Ozonwerten, Stadtbewohner vor zu ho-
hen Feinstaubwerten, Landwirte vor Silogasen oder
Strandgaste vor zu hoher UV-Belastung warnen. Auch
in der Gebaudetechnik wird Revolutiondres mdglich:
Netze aus Infrarot-Sensoren kénnen Brandherde exakt
lokalisieren und der anrlckenden Feuerwehr den ge-
nauen Aufenthaltsort von Rettungsbeddrftigen ange-
ben. Auch flr die Einsparung von Energie bieten sich
Perspektiven durch den Einsatz von Nanosensoren:
Denn werden Klimaanlagen nicht nur durch die Raum-
temperatur, sondern auch durch den CO, -Gehalt der
Raumluft gesteuert, kdnnen sie wesentlich exakter und
damit energieeffizienter arbeiten.

Durch das Konsortium soll auf europaischer Ebene ein
wirtschaftlich-technologischer Cluster fir diese neuen
Sensorsysteme entstehen, der die gesamte Wertschop-
fungskette von der Forschung bis zur Herstellung und
Anwendung umfasst. Damit wird das Projekt dazu bei-
tragen, dass die europdische Mikroelektronikindustrie,
die immerhin rund 250.000 Personen beschaftigt, in der



Entwicklung von innovativen , Smart-Systems” weltweit
an der Spitze steht.

Die Partner des vom Gsterreichischen Materials Center
Leoben koordinierten Projekts kommen aus Belgien,
Deutschland, Holland, GroBbritannien, Italien und Os-
terreich. Auf Seiten des IISB sind die Abteilungen Simu-
lation sowie Technologie und Fertigung an dem Projekt

beteiligt. & - Mult
, o SENSOR
www.multisensorplatform.eu [T PLATFORM

DRIVE-E-PREISE 2014

Im Rahmen der DRIVE-E-Akademie, die dieses Jahr
an der Universitat Stuttgart zu Gast war, wurden
am 3. April die DRIVE-E-Studienpreise verliehen.
BMBF-Staatssekretar Dr. Schiitte und Fraunhofer-
Vorstandsmitglied Prof. Verl {iberreichten die Prei-
se an finf junge Nachwuchswissenschaftler. Den
ersten Preis in der Kategorie ,Projekt-, Studien-
und Bachelorarbeiten” erhielt Marcus Koschmieder
fir seine Bachelorarbeit am Lehrstuhl fiir Elektro-
nische Bauelemente der Universitit Erlangen-
Niirnberg.

Dr. Georg Schutte, Staatssekretar im Bundesministerium
fur Bildung und Forschung (BMBF), und Prof. Alexander
Verl, Fraunhofer-Vorstandsmitglied zeigten sich bei der
Preisverleihung im Mercedes-Benz Center in Stuttgart
hocherfreut Uber die Qualitat der diesjahrigen Bewer-
bungen.

Srive e g’m? ¢ 9

Prof. Vlerl und Dr. Schitte mit den Preistragern. Von
links: Prof. Veerl, Michael Hetzenecker, Jonathan Jirgens,
Lisa Braun, Dr. Schitte, Raja Sangili VVadamalu, Marcus
Koschmieder (Bild: Stephan Rauh / BMBF).

Den ersten Preis in der Kategorie , Diplom-, Magister-
und Masterarbeiten” teilen sich Lisa Braun vom Karlsru-
her Institut fir Technologie (KIT) und Jonathan Jirgens
von der Leibniz Universitat Hannover. Der zweite Preis
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ging an Raja Sangili Vadamalu von der Technischen
Universitat Darmstadt. Den ersten Preis in der Kategorie
.Projekt-, Studien- und Bachelorarbeiten” erhielt Mar-
cus Koschmieder, der in seiner Bachelorarbeit am Lehr-
stuhl fur Elektronische Bauelemente der Universitat
Erlangen-Nurnberg die Modularisierung, Zuverlassigkeit
und Sicherheit von Elektronikkomponenten in Elektro-
fahrzeugen behandelte. Michael Hetzenecker von der
Technischen Hochschule Regensburg wurde mit dem
zweiten Preis ausgezeichnet.

Die DRIVE-E-Studienpreise sind Teil des DRIVE-E-
Programms, das von BMBF und Fraunhofer-Gesellschaft
2009 gemeinsam ins Leben gerufen wurde und den
akademischen Nachwuchs flr ein Engagement im Be-
reich der Elektromobilitat begeistern will.

www.drive-e.org

Nach 20 Jahren als Pédchter der Cafeteria
Fraunhofer verabschiedete sich Familie Saric von
ihren Gasten.

Institutsleiter Frey (rechts) (bermittelte im Rahmen einer
Abschiedsfeier am 31. Marz den Dank aller [ISB-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter und (berreichte als
Geschenk einen individuell gestalteten Wafer an Herrn
und Frau Saric.

WEITERE INFORMATIONEN

Fraunhofer-Institut fir Integrierte Systeme und
Bauelementetechnologie 1ISB

SchottkystraBe 10, 91058 Erlangen
www.iisb.fraunhofer.de, Tel. 09131 761-0

Forderkreis fur die Mikroelektronik e.V.
Kontakt: IHK Nirnberg fur Mittelfranken

Dipl.-Ing. (FH) Richard Durr
www.foerderkreis-mikroelektronik.de

Tel. 0911 1335-0, richard.duerr@nuernberg.ihk.de
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